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1.1 スコープ

本⽂書は、プリント板の外部から、あるいは内部観察可能な品質状態について、「⽬標とする」品質状態、「許容可能な」

品質状態、および「許容不可(不適合)な」品質状態について記している。本⽂書はIPC-6010シリーズ、J-STD-003等、さまざ
まな種類のプリント板の仕様書に⺬される最低限の要求特性の視覚的(外観⽬視)判断基準について⺬している。

1.2 ⽬的

本⽂書のイラスト(説明図)は、現在のIPC規格で求められている要求事項の基準を、⽬に⾒える形で⺬している。本⽂書の内
容を適切に利⽤する為には、プリント板は、対応するIPC-2220シリーズに⺬される設計要求基準に従って作られ、IPC-6010
シリーズ⽂書に⺬されている特性要求基準を満たす事が求められる。プリント板が、これら⽂書の規定に従わない場合の

製品受け⼊れ許容基準は、製造者と顧客当事者間の合意によるもの(AABUS)とする。

1.3 本⽂書の扱いについて

プリント板の特性は次の2グループに分けられている。

• 外部観察可能な特性(第2部)

• 内部観察可能な特性(第3部)

“外部観察可能な特性”とは、プリント板の表⾯上、あるいは側⾯から観察し、評価することができる品質特性や⽋陥の

ことを⺬す。場合によっては、ボイド・膨れのように、実際は内部の⽋陥ではあるが、外部より観察可能な場合もある。

“内部観察可能な特性は、”観察と評価のためには、試料の断⾯観察や他の試料形態で観察することが必要な品質特性や⽋

陥のことを⺬す。場合によっては、これらの品質特性は外部から⾒る事が出来るが、許容可能条件を満たすかについては、

断⾯観察が必要となる場合がある。

評価を効果的に⾏うためには、試料の全体にわたって⼗分に照明を当てることが必要になる。照明は、試料⾃体から⽣じ

る影を除き、必要な部分には影が⽣じないようにしなければならない。⾼反射率の試料の検査の時には、ハレーション防

⽌のため、偏光および/または、暗視野照明のような⼿段を⽤いることが望ましい。

本⽂書で⽤いるイラスト(説明図)は、それぞれのページの表題と副表題に関連する⼀定の基準について、それぞれの製品ク

ラス毎に、許容可能および不適合な品質状態の簡単な記述とともに⺬している。(1.4参照)。これら外観⽬視品質の受け⼊れ
基準イラスト(説明図)は、⽬視で異常判定を的確に⾏うための⼿段の提供を意図して作成されている。各事例の説明図と写

真は、表題の要求事項に合わせて例⺬されている。

⺬されている特性は、⽬視観察および/または、⽬視観察可能な特徴の測定によって評価が可能な特性である。

本⽂書は、適切な使⽤者からの要求により、品質保証および製造担当者へ効果的な⽬視判断基準を⺬すことが望ましい。

本⽂書は、プリント板業界のすべての信頼性判断基準を⺬すものではない。従って、本⽂書に明記されていない事柄につ

いては、製造者と顧客当事者間の合意によるもの(AABUS)とする。本⽂書の価値は、特定の⽤途に合わせて拡⼤したり、
除外したり、変化させたりの修正可能な基本的な⽂書としての利⽤にある。

製品の受け⼊れ可否の決定をするとき、本⽂書の基本条項は守らなければならない。

本⽂書は、製品がプロセスのバラツキによって基準からどれだけ変動しているかを確認する⼿段となる。IPC-9191参照。

IPC-A-600は⾃動検査技術(Automated Inspection Technology‒AIT)を理解し使⽤するための有⽤な道具となる。AITは、本⽂書
で図⺬されている多くの⼨法特性の評価に利⽤することが出来る。

1.4 製品クラスの分類

本基準は、電気・電⼦機器が最終⽤途によるクラス分類に従うことを認めている。分類は、⽣産性・複雑性・要求機能性能

の違い、および検証(検査/試験)頻度の違いに対応して、⼀般的な最終製品を以下の3つのクラスに分類している。同製品で
あっても異なるクラスが重複して適⽤される場合がある。

⼯程改善が望まれるレベルの⽋陥は、許容されて出荷可能である。

使⽤者は、その製品のクラスを明らかにする責任がある。購⼊仕様書には、その製品クラスを明記し、必要ならばそのク

ラスから除外する特定パラメータについて明記しなければならない。

本⽂書で規定するクラス分けについては、次に⺬す3種類がある。

1はじめに

はじめに
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